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a favor de Don Luis inIBS LONJOCH, de nacionalidad espafola,
regidente en Barcelona, calle Inmaculada, 47, por "PROCEDI-
MIZNTO PARA APLICAR Ui RECUENLITUNTO ATSLANTE A CONDUCTORES

DE COBHLM

i ORTA DESCRIPILIVA

Lo presente invencidn se refiere = un procedi-
miento destinzdo a recubrir cavley y conductoress elictri-
cog, & los cuales =se les provee de wla capa aislante de
resgistir elevadas teuperaturas. Ademés, un revestinmiento
eplicado sezin la nueva ejecucidn ofrece una gran tenaci-
dad, lo ¢ue hace gue resulte imposible practicavuente en
81 el res.uebrajamiento debido a la existencia de aristas
agudas en el conductor (hilos de seccidn poligonal) y el
ocasionado normalmente por la torsidn en la formacidn de

haces. Por ello, un conductor de tal constitucidén resulta
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muy apropiado en el bobinado de rotores y estatores de
electromotores y demds aparatos en los gue los hilos han
de seguir camino tortuosos o alojarse en ramuras uds o
menos reducidas, que obligan, por otrz parte a utilizar
aislamientos relativamente delgados,

Lgencialmente, sl aludido procedimiento con-
ziste en formar sobre el conductor de eobre una capa de
éxido de este metal utilizando una sustancia conveniente
de preferencia clorito sddido o potdsico, sobre la cual
ge extlende un revesgtimiento de resina organopolisiloza-
no, a la gue sigue un recubrimiento exterior formado por
una resina de elevada resistencia a la abrasién, tal co-
1o la resina polivinilalacetal modificada con resinzs fenol-
aldehfdo. La capa de resina po;isilozano contiene una ie-
quefla cantidad de resina algquidica modificada por la adi-
cidn de un aceite secante y de una resina fenol-aldehido
halldndose ambas en la relacidn aproximada de 60-90 par-
tes de resina polisilozano por -10-40 partes de resina al-
quidica.

El recubrimiento de 8xido de sobre puede obte~
nerse por oxidacién anddica o bien por inmersién del ma-
terial en una solucidn acuosa de un 4lcali fuerte, tal
como..la sosa o la potasa cadstica, que contienen un agen~
te oxidante fuerte, como el clorito efdico o potdsico
indicados mds arriba. Para aplicar sobre esta capa de Sxi-
do de cotre se prefieren resinas polisiloxano con Zrupos
alcohilo, arilo, alcohilarilo o arilalcohilo ligados con

dtomos de silicio, siendo la relacidn entre los tadicales

de hidrocarburo y el indicado &tomo de silicio mayor que
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1 y menor gue 2, Por lo regular no emplea la relacidn
de 1,2 - 1,8.

De preferencia, la resina organopolisiloxano
consta de una resina silicona mezclada con una resina al-
quidica modificada, pudiendo oscilar las relaciones cuan-
titativas entre ambas, entre 60-50 partes de resina soli-
cona y 10-40 de resina alguidica, siendo preferible el
utilizar 50 de resina alcohilarilsilicona y 20 de resina
algufdica. Para esta Ultima se elige una que posea como
materia & primas glicerina, anhfidrido f£télico, un acei-
te secante y una resina fenol-aldehfdo soluble en aceite.

A continuacidn se citan unos ejemplos que ilus-
tran la manera de llevar a la prdctica el.procedimiento.

Ejemplofl.é

Se puede tratar un alambre de cobre de un grue-
so de 0,9 mm mediante algdn proceso de oxidacidn anddica
Lasta obtener sobre &1 una delsada papa de 8xido de cobre
de unoe 1, 3 mgs por cade cm2 de superficie. La expresidn
"mgs de 8xido de cobre por om® de superficie" indica lsa
disminucidn #el peso por unidad de drea gue se obtiene
con una immersidn surante 30 segundos del alambre de co-
bre tratado anddicamente en dcido clorhidoc concentrado.
Esta disminucidn ha de atribuirse = la disolucidén del 6xi-
do de cobre y abarca los éxidos clpricos y cuprosos, hi-
dratizados al igual que los anhidros, as{ como los hidrd-
xidos ciipricos y cuprosos.

Se prepara una solucidén de resina silicona-zl-

quide pare el recubrimiento fundamental, a base de los
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componentes siguientes:

Resina metilfenilpolisiloxano . + « » « » » « 80 zr.

Resina alquidica, modificada con resina

fenol-aldehfdo. « « v o « & ¢« ¢« ¢ & « » & .« o 20 gr.

VCatalizador de endurecimiento (por -

-ejemplo caprilato de cinCle o ¢ o o+ o o o o 2,7 &r.

Disolvente . « o ¢ ¢ o & o o o « ¢ o« « o « « 230,77 gr.

Se obtienen asi 333,4 gr. de solucidn, con 30,-
de materia seca. |
Las resinas organopolisiloxano se preparzn poxr

medio de la hidrdlisis de una mezcla organohaldgenosilano
con un agente hidrolizante que contiene azua y un liguido
orzdnico halogenado, de los gue el Ultimo constituye un di-
solvente para la mezcla de los compuestos organohaldgeno-
silano y el organopolisiloxano formado. El disolventes de-
be tener un peso espefifico aproximadamente de 1,1 (pre-
feriblemente mds ds 1,2) y un punto de ebullicidn de 175%
¢, asi como ser inerte contra el hidrdzeno halogenado cong=
titufdo, los compuesios organohaldgenosilano referidos y
el organopolisiloxano formado. Se aflade la mezcla de orga-
nohaldgenosilanos, disueltos en el liguido orgénico halo-
genado, el agua de hidrolizar, La mezcla hidrolizable de
organohaldgenosilano puedecontener, por ejemplo, metiltri-
clorosilano, feniltrielorosilano, dimetildielorosilano ¥y
Bifenildiclorosilano. kstos constituyentes deben estar, de
preferencia, presentes en dichas relaciones cuantitativas
en forma tal gue en la resina organopolisiloxano consegui-

da con ellos resulta una relacidn entre grupos orgénicos
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y Stomos de eilicio de 1:2, preferiblemente de 1,2:1,8
de grupos metf{licos y fendlicos totales.

La mezcla de los siguientes compuestos orgaho-
clorosilano da, en ls hidrélisis, una resina organopoli-
siloxano adecuada a la presente finalidad:

Partes en peso
Metiltriclorosilano « « « + « o o o 78
Feniltriclorosilano « « o o o o o o 222
Disetildiclorosilanoc. « o « o o o 67,5
Difenildiclorosilantde « o o « « « o 132,5

Se hidroliza esta mezcls afadiéndole, por ejem—~
plo, a 750 partes de tricloroetileno e hidrolizado con
unas 200 partes de azua a 35° ¢ bajo agitacidn. Debe con-
tinuarse la hidrdlisis durante 1,1/2 horas aproximadamen-
te o hasta complesidn. Una vez separada la solucidn que
contiene resina del residuc, se debe expulsar la mayor
parte del disolvente mediante caleniamientw. Se puede di-
luir el residuo con xileno hasta la obtencidn de una so-
lucidm gue contiene un 60: de materia seca. Generalmente
ge prefieren mezclas se prefieren megzclas donde el fenil-
halégenosilano es un constitutivo esencizl. ‘

El segundo componente, o sea la resina alqui-
dica conbinada con el aceite secante y modificada con la
resina fenolaldehido, puede prepararse de la siguiente ma-
nera:

Se efectﬁavuna mezcla de resinas menoglicérido
y fenol haciendo primeraimente reacciosnar de 30 partes de

aceite de soja y 4 partes de resina fendlica, soluble en
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aceite, con 12,6 partes de glicerina, a fin de conseguir
un monoglicérido. Después se hoce reaccionar sl monogli-
cérido obtenido por calentamiento con 8,3 partes de gli-
cerina, 31,8 oartes de anhfdrido ftdlico y 0,5 partes de
fdcido fumdrico, del gue suede tuwbién preiscindirse. Se
prosizue el calentamiento hasta alcanzar el Indice de
acidez de 10, Se saiizade el producto de lz segunda faose de
reaccidn unas 3,5 partes de anhidrido ftdlico y se conti-

mia la reaccidn hasta el endurecimiento jue tiene lusar

gobre una placa calentads a 20C°, en unos 11 sezundos.
Se puede disolver el producto enpzrtes i:usles de xileno.
Mediante una instalacidn adecunada se conduce
el alambre tratzdo anddicamente = una vesijs que contie-
ne la resina gilicons-alguida, preparzda con los compo-
nentes arrivba citados. Después se conduce = une torre de
calefaceidn y, a la =alida de la misma. de nuevo a la so-
lucidn y asi sucesivamente, hasta que se hen aplicado a
dicho alambre recubrimientos de resina silicona-alguida.
Se regula lu velocidad de paso del alambre y la temperatura
de la tore de tal forma gue el disolvente ¢g expulsafo
lentamente de la resina y cocide ésta a una forma s8lidg

y endurecida a una temperatura entre 240-280°C. Se tie-

ne que aplicar al slambre de cobre tratado anddicamente

. una capa de aislamiento eléctrico de unos 0,0175 mm de

grueso (expresado como radio), consistente en resina si=-
licona=elguido con uns cantidad determinada de metilfendl-
polisgiloxano.

Desuié de aplicar sobre el rewestimiento funda-
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mental, endureciad v y& no esponjoso, una solucidn viscosa
de una resina polivinilformal, wodificads con resine fznol-
aldehfdo. £l alszwbre de cobre tratzdo anddicamente, esmalta-_
do con eilicoma y cocido, es coaducido a trzvés de une ine-
talacidn de ermaltar y coser de tal forma que 6 aplican dos
capaes de la aludida resineg polivinilformal iwodlificada con
resina fenol-aldehido como recubrimiento exterior. wrara la
aplicacidn de ests recubrimiento se utilizan dosc discos de
trefilar, sutomdticamsntc centrados. La temperatura de coc-
cidn es del mismo orden, o sea de 240-280°C.

Un alawmbre troztado de esta mansra pOsee unld cape
eiclante Qe un zZrueso de {,025 mm aproximadamente y ofrece
un elevado :rado de resistencis al dsblado y a la abrasi’o.

Ljemplo Z.-

Se puede traet.r el alambre de cobre del calibre
normal de 1,15 wm segin el procedimiento de oxidacidn and-
¢ice, haste la obtencidn sobre la superficie de aquél de
una delzads capa bien adherida de dxido de cobre de 1,0-
l,- nge aproxiumadamente wvor sz de superficie. Psra el re—
cubrimiento fundamental se preparz una solucidn de recina
silicona-alquicda gue contiene en las proporciones cuantita-
tivas siguientes, Los conponentesv ya descritos en el ejem=-
plo 1, gue son:

Kesina wetilfenilpolisiloXano « « o o » o » « 147  gre
Kesina alquidica, modificads con

aceite y resina fenol-aldehido « + o o o o & 37,2 gr.
Catalizador Ge endurecimiento e o e s e s e 5 gr.

Disolvente « « o o o o .-....oo....410,83‘r.
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Se obtienen 600 gr. de solucidn con'31% de
materia seca.

Pueden aplicaerse el esmalte fundamental y el
superficigl por un procedimiento continuo y utiligendo
el mismo dispositivo de calentamiento pera la cocecidn
del esmalte, es decir la aplicacidn del recubrimiento
fundamentel y de le laca resinose superficial puede
efectuarse por un proceso coordinedo, de modo que no se
prescisen estufas separadas y sin necesidad de arrollar
el cable después de la depoeicidén de la capa fundeamental.
Pueden regularse la velocidad y la temperature de la coc-
cién y cabe donducir el paso del alemsbre a-través de la
estufa de tal menere que se logre une velocidad de unos
3,6 m por minuto, en la que cada recubrimiento es cocido
durante 50 segundos aprorimademente a une temperature de
270-310°C, E1 cable neocesita unos 40 segundos pare aloan-—
zer dicha femperatura.

Suponiendo que se gpliquen trés capas de resins
gilicona~alquida como recubrimiento fundamentel y dos re-
gines politinilformal, modificada con remine fenolformel-
deh{do, como revestimiento superficiml, entonces podré
emplearse un guero total de aislamiento de unos 0,023 -
0,03 mm, en el que la resina que ocupe la parte exterior
ha de poseer unos 0,05 -0,01 mm de espesor, a fin de con-
seguir los mejores resultados.

El cable aislado acabedo de esta meners estd
dotado de una elevada resiétencia a la abrasidén y ofrece

elevada flexibilidad y satisfactorie resistencia entes los
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Ejemplo 3.-

Tembién cebe emplear, como material para el re-
cubrimiento, otras substancias resistentes a la abrasidn.
Por ejemplo, pueden aplicarse une cepa exterior aislante
a base de dos egtratos de resina poliamide sobre w recu-
brimiento de resina silicona-alquida, extendida sobre el
cable poseedor de la cape de éxido de cobre y preparado tal
como he quedado expuesto. El espesor del recubrimiento fun-
damental silicone-alquida asciende, expresado como radio, &
0,018-0,02 mm., en tanto que el grueso del revestimiento
exterior de polismida es de 0,075 0,0 mm. '

En todos los casos, el conductor ( de cobre en
su totalidad o bien provisto de una cepa de este materiel)
se caracteriza por sus buenss cualidedes fisicoquimicas y
eléctricas, superiores a las de los cables preparados gegin
los procedimkentos corrientes.

Serén independientes del obdetokde le invencidén
los meteriales de recubrimiento emplesdos, instralaciones
pars le pueste en marcha del procedimiento, ceracteristicas

de los conductos & recubrir y demds detelles que no afectan

& su epencialidad.

NOTA

Se reivindice como objeto de lea presente patente
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1, Procedimiento pare eplicar un recubrimiento

de introduccidn:

‘eislante a conductores de cobre, gque consiste esencialmen-

te en former inicislmente sobre estos ¥ltimos une cepe de
éxido de cobre por medio de un agente oxidante apropilado,-
tal como clorito sdédico o potésioco, sobre cuya vape me-
tdlcia se extiende otra de resina orgahopolisiloxano, le
cuel recibe, 8 su vez, un revestimienbto exterior a base
de resing polivinilacetal modificade con resina fenol-al-
denhido,

2. Procedimiento para eplicar un recubrimiento
aislente & conductores de cobre, que se caracteriza por el
hecho de agregarse & la cape de resina polisiloxano una
pequedia cantidad de resine algquidica, modificada por la
edicidn de un =oeite secante y de una resina fenol-aldehi-
do, eligiéndose entre ambas una relacidén cuantitativa
eproxidadas tal que a 60-20 partes de resina polisiloza-
no las corresponden -10-40 partes de resina alquidica.

3. Procedimiento para aplicar un recubrimiento
aislante a conductores de cobre,

La presente memoria descriptiva consta de diez
hojas, foliadas, esoritas & mdquina por una sola cara.

Baercelona, & 4 de mayo de 1959

Luis TRIBO BONJOCH

>
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